L. EINZ.-URZADZENIA DLA ELEKTRONIKI

INFORMACIA TECHNICZNA

KULKI BGA

Do prac serwisowych podczas regeneracji wyprowadzen BGA

OPIS i APLIKACJA

MARTIN
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Kulki ,,BGA-MARTIN” to najwyzsza jako$¢ w odniesieniu do czystosci spoiwa i idealnego ksztattu.

Pola lutownicze ,,smaruje” si¢ topnikiem w zelu lub w mazaku, nastepnie pozycjonuje na nich kulki

poprzez szablon odpowiadajacy ksztalttem i liczbg otwordéw ilosci wyprowadzen uktadu i lutuje

gorgcym powietrzem o dokladnie kontrolowanej temperaturze. Kulki dostepne sa w roznych

$rednicach i odmianach aczkolwiek najcze$ciej stosowane stopy to: Sn96,5Ag3Cul5 oraz Sn63Pb37.

Optymalne warunki lutowania dla danego stopu analogiczne jak dla pasty lutowniczej do SMD. Do

wymiany kulek w uktadach BGA polecamy urzadzenia firmy MARTIN z serii Reball.

Rys. Kulki BGA w rdznych opakowaniach

Srednica (um) 600 £25 500 £25 400 £25 300 12
ROdZﬂj stopu /Tt°C Sn63Pb37/SAC305 | Sn63Pb37/SAC305 | Sn63Pb37/SAC305 | Sn63Pb37/SAC305
183°C/217°C 183°C/217° 183°C/217°C 183°C/217°C
Sztuk w opakowaniu 50.000 50.000 50.000 50.000
Masa netto Opakowania 47/41g 27,0/23,5g 20,0/17,5g 6,0 / 5,2g
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Rys. Topniki do lutowania w zelu, w mazaku i fragment zestawu do regeneracji wyprowadzen BGA - Martin Reball 3.1

Kulki sa konfekcjonowane w szklane Iub plastikowe stoiki z wktadka silikazelowa po 50 tys. sztuk.
Sktadowanie w suchych pomieszczeniach.
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